附件：

会议审定和讨论的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	
	第一组
	国标委发〔2025〕3号
20250148-T-469
	300 mm硅片表面纳米形貌的评价方法
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	审定

	
	
	国标委发〔2025〕12号
20250813-T-469
	半导体晶片近边缘几何形态评价  第3部分：扇形区域平整度法(ESFQR、ESFQD、ESBIR）
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	审定

	
	
	国标委发[2025]3号
20250087-T-469
	集成电路用高纯硅靶材
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	审定

	
	第二组
	国标委发[2025]47号
20254548-T-469
	电子器件用氮化镓外延片
	北京大学东莞光电研究院
	讨论

	
	
	国标委发[2025]47号
20254549-T-469
	光电器件用磷化铟基外延片
	江苏华兴激光科技有限公司
	讨论

	
	
	国标委发[2025]58号
20255676-T-469
	砷化镓基化合物半导体外延片
	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
	讨论

	
	
	国标委发[2025]52号

20255443-T-469
	金刚石材料热导率的测定 谐波法
	中国电子科技集团公司第五十五研究所
	讨论



